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Die folgenden Angaben sind dan vom Anmalder eingereichten Unterlagan entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

© Verfahren zum Schutz der Oberflachen von Halbleiterchips in Chipkarten 

® Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfah- 
ren und eine Vorrichtung der eingangs genannten Art an- 
zugeben, bei dem eine wirksame und asthetisch befriedi- 
gende Abschattung erreicht wird, ohne die Dicke der Pla- 
stikkarte zu erhohen. 

ErfindungsgemaS gelingt die Lbsung der Aufgabe da- 
durch, dafi der aktive Chipoberflachenbereich (8) und die 
Kontaktstellen (7) am Chip (5) zunachst mit Giefiharz (9) 
versiegelt und danach mit einer stark lichtabschattenden 
Lackschicht (10) versehen werden und daB das Chip (5) 
mit seiner Ruckseite mit Hilfe von lichtabsorbierendem 
Chipkleber (6) in die Chipaufnahmekavitat (4) geklebt 
wird. 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Schutz der Ober- 
flachen von Halbleiterchips, die sich in einer in elektrisch 
■ isolierenden Material ien, insbesondere Chipkarten, ther- 
- moplastischen Folien, Platten oder Tiefziehteilen ange- 
L brachten Kavitat befinden, insbesondere zum Schutz der 
aktiven Chipflachen gegen Lichteinwirkung, wobei die zu 
schutzenden Flachen mit lichtundurchlassigen oder licht- 
absorbierenden Schichten abgedeckt werden und eine 
nach diesem Verfahren hergestellte Chipkarte. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Schutz der 
Oberflachen von Halbleiterchips, die sich in einer in elek- 
trisch isolierenden Materialien, insbesondere Chipkarten, 
thermoplastischen Folien, Platten oder Tiefziehteilen ange- 
brachten Kavitat befinden, insbesondere zum Schutz der ak- 
liven Chipflachen gegen Lichteinwirkung, wobei die zu 
schutzenden Flachen mil lichtundurchlassigen oder tichtab- 
sorbierenden Schichten abgedeckt werden und eine nach 
diesem Verfahren hergestellte Chipkarte. 

Die Erfindung ist vorzugsweise einsetzbar zur Abschat- 
tung von aktiven Chipoberflachen gegen Lichtstrahlung, 
insbesondere von Halbleiterchips, die sich in dunnen, licht- 
durchlassigen Substraten befinden, beispielsweise bei Chips 
kontaktloser Transponder in dunnen Folientragern. 

Es ist dabei storend, daB der Lichteinfall das Generieren 
von Ladungstragern in Halbleitem verandert. Dies fuhrt zu 
veranderten Parametern von Halbleiterchips, und kann, je 
nach der Intensitat des einfallenden Lichtes die Funktion der 
Halbleiterchips storen oder sogar vollig auBer Kraft setzen. 
Insbesondere Chips, die in relativ dunnen Chipkarten einge- 
setzt sind, konnen in Anwendungsfallen, bei denen die Kar- 
ten starker Beleuchtung, z. B. Sonnenlicht, ausgesetzt sind, 
derartige Storungen zeigen. 

Im Stand der Technik ist es bekannt, zum Schutz von 
Chips in Chipkarten, Leiterkarten usw. die aktiven Chip- 
oberflachen mit lichtundurchlassigen oder lichtabsorbieren- 
den GieBharzen abzudecken oder mit schwarz eingefarbtem 
Duroplast zu umhullen. 

Unter Chipkarten werden im folgenden elektronische 
Schaltungen mit Halbleiterchip, die in elektrisch isolieren- 
den, thermoplastischen Material eingebracht sind, verstan- 
den. 

Eine weitere angewendete Abschattungsmethode besteht 
darin, die aktiven Chipoberflachen mittels kleiner Kontakt- 
hiigel direkt auf Leiterbahnen zu kontaktieren, wobei der 
AbschattungsefTekt der metallischen Leiterbahnen gegen 
Licht genutzt wird. 

Diese Verfahren weisen jedoch den Nachteil auf, daB die 
Umhullung, die aufgegossene Deckschicht oder die auf dem 
Chip liegende Leiterplatte die Dicke der Chipkarte erhohen. 
Zur Herstellung von Chipkarten, deren Dicke sehr gering ist 
(z. B. 0,2 mm), sind die bekannten Verfahren nicht anwend- 
bar. Fur die meisten Anwendungsfalle scheidet auch ein 
komplettes beidseitiges Bedrucken der Plastikkarte mit 
schwarzen lichtabsorbierenden Farben aus asthetischen 
Griinden aus. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren 
und eine Vorrichtung der eingangs genannten Art anzuge- 
ben, bei dem eine wirksame und asthetisch befriedigende 
Abschattung erreicht wird, ohne die Dicke der Plastikkarte 
zu erhohen. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemafi mit den kennzeich- 
nenden Merkmalen der Patentanspriiche 1 und 10 gelost. 

Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den Unteransprii- 
chen angegeben. 

Bei dem erfindungsgemaBen Verfahren werden der aktive 
Chipoberflachenbereich und der Bereich der Kontaktstellen, 
nachdem sie gegen Feuchte, mechanische Zerstorung und 
weitere Einflusse wie Staub, Ionen und dergleichen, mittels 
dunnen GieBharz geschutzt und lagegesichert sind, mit stark 
lichtabschattendem, dunkelfarbenem Lack geschutzt Vor- 
zugsweise werden dunkelanthrazitfarbene bis schwarze 
Lacke verwendet. Besonders geeignet sind organische, elek- 
trisch nichtlekende Lackschichten, die mit einer Schicht- 
dicke von ca. 5 ... 15 um aufgetragen werden. 

Vorteilhaft ist dabei, daB nur definierte, sehr kleine Fla- 



chen mit einer dunnen Lackschicht bedruckt werden. Wei- 
tere Vorteile bestehen darin, daB an den Lack keine Forde- 
rungen gestellt werden miissen, um die fur die Halbleiterfer- 
tigung erforderlichen Reinheitsbedingungen zu erfullen. Die 
5 diinne Lackschicht laBt sich mit einfachen verfahrenstechni- 
schen Mitteln aufbringen. Vorteilhaft ist ebenfalls, daB UV- 
hartbares GieBharz zum Schutz und zum Fixieren des Chips 
verwendet werden kann, da sich die auf dem und um das 
Chip herum befindliche GieBharzschicht mittels UV-Strah- 

to lung vor dem Aufbringen des lichtabschattenden Lackes 
sehr produktiv harten laBt 

Es ist auch moglich, die Plastikkartenruckseite im Chip- 
bereich dunkel zu bedrucken oder das gesamte Plastikmate- 
rial dunkel (vorzugsweise hell anthrazit) einzufarben, damit 

15 das einfallende Licht von der Riickseite des Chips nicht 
durch Lichtleitung in der Chipkarte auf die aktive Chipseite 
gelangt. 

Eine vorteilhafte Ausgestaltung sieht vor, die zu bedruk- 
kenden Flachen etwas defer als die ubrigen Chipkartenfla- 
20 chen anzuordnen, damit nach dem Aufdrucken der Dunkel- 
lackschichten die gesamte Chipkartenoberflache nahezu ni- 
veaugleich ist. 

Um mit einfachsten Mitteln ein schwarzes Lackgehause 
um und unter das Chip zu legen, kann die Kavitat, in die das 

25 Chip in die Chipkarte einzubringen ist, zuvor am Boden und 
an den Seitenflachen dunkel eingefarbt werden, Ferner ist es 
moglich, daB zur Verminderung der Lichtleitung durch 
Mehrfachreflexion die Folienoberflachen um das Chip und 
unter dem Chip, aufgerauht werden. 

30 Um eine weitere Erhohung der Absorption des Lichtes 
bzw. eine Verringerung der Lichteinkopplung in den Kavi- 
tatsbereich zu bewirken, ist die Anwendung bereits einge- 
farbter GieBharze oder die Verwendung von lichtabsorbie- 
renden Chipklebem fUr das Einkleben des Chip in die Kavi- 

35 tat vorgesehen. 

Die Erfindung wird im Folgenden anhand eines Ausfuh- 
rungsbeispieles, bei dem ein dunnes Halbleiterchip in einer 
220 um dicken PVC-Folie angebracht ist, naher erlautert. 
In den zugehdrigen Zeichnungen zeigen in seitlicher 

40 Schnittdarstellung: 

Fig. 1 ein Halbleiterchip mit erfindungsgemafi aufge- 
brachter Lackschicht, 

Fig. 2 ein Ausfuhrung mit zusatzlich aufgerauhter Folien- 
oberflache unter und neb en der Kavitat, und 

45 Fig. 3 ein AusfUhrungsform, bei der die gesamte Kavitat 
mit lichtabschattendem Lack bedruckt ist. 

Das in Fig. 1 dargestellte Halbleiterchip 5 weist eine 
Dicke von 130 um auf und ist mittels lichtabsorbierenden 
Kleber 6, der den gesamten Boden der Kavitat 4 bedeckt, in 

50 die Kavitat 4 geklebt, welche sich in der Folie 1 befindet. 
Die aktive Chipoberflache 8 und die an ihr befestigten Lei- 
terstucke (Kontaktierdraht) 7 sind mit einer dunnen GieB- 
harzschicht 9 bedeckt und damit geschutzt. Das GieBharz 9 
ftillt auBerdem den verbleibenden Raum zwischen den seit- 

55 lichen Flachen der Kavitat 4 und dem Chip 5 aus. 

Der Bereich des GieBharzes 9 oberhalb des Chips 5 und 
die angrenzende Flache der Folienoberseite 3 um den Chip 5 
herum sind mit einer stark lichtabsorbierenden, im Beispiel 
15 um dicken schwarzen Lackschicht bedeckt. 

60 Der zu lackierende Flachenbereich 10 befindet sich in ei- 
ner Folienvertiefung 14, deren Oberflache gegenuber der 
weiteren Folienoberseite 3 um ca. 15 um tiefer angeordnet 
ist 

Bei der in Fig. 2 dargestellten Anordnung ist zusatzlich zu 
65 der in Fig. 1 erlauterten Ausfuhrung der Flachenbereich 10 
Uber bzw. unter und um das Chip 5 herum mit einer Aufrau- 
hung 11 versehen. Der Flachenbereich 10 unter dem Chip 5 
ist ebenfalls mit Lichtabschattungslack 10 beschichtet. Zu- 
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satzlich weist die Folie 1 eine dunkle Folieneinfarbung 12 
auf. 

Fig. 3 zeigt eine Ausfuhrungsform, bei der die gesamte 
Chipaufhahmekavitat 4 mit einer schwarzem Lichtabschat- 
tungslackauskleidung 13 versehen und der Bereich 10 iiber 
und urn das Chip 5 herum mit schwarzem Lichtabschat- 
tungslack bedruckt sind. 

BEZUGSZEICHENLISTE 

1 Folie 

2 Unterseite der Folie 

3 Oberseite der Folie 

4 Chipaufnahmekavitat 

5 Chip 
6Chipkleber 

7 Chipkontaktierdraht (Leiterstiick) 

8 aktive Chipoberflache 

9 GieBharz 

10 Lichtabschattungslackflache 

11 Rauhigkeit, Aufrauhung 

12 Folieneinfarbung 

13 Lichtabschattungslackauskleidung 

14 Folienvertiefung 
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den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB minde- 
stens die aktive Chipoberflache (8) mit eingefarbten 
GieBharz (9) versiegelt wird. 

10. Verfahren nach mindestens einem der vorherge- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Chip (5) mit seiner Ruckseite mit Hilfe von lichtabsor- 
bierendem Chipkleber (6) in die Chipaufhahmekavitat 

(4) geklebt wird. 

11. Chipkarte mit mindestens einem, sich in einer 
Chipaufnahmekavitat (4) befindenden, Halbleiterchip 

(5) , bei der lichtundurchlassige und/oder lichtabsorbie- 
rende Schichten zum Schutz des Chips (5) gegen Licht- 
einwirkung angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, 
daB der aktive Chipoberflachenbereich (8) und die 
Kontaktstellen am Chip (5) mit GieBharz (9) versiegelt 
und mit einer stark lichtabschattenden Lackschicht (10) 
versehen sind. 



Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen 
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Patentanspriiche 



1. Verfahren zum Schutz der Oberflachen von Halblei- 
terchips (5), die sich in Chipaufnahmekavitaten (4) von 
Chipkarten befinden, insbesondere zum Schutz der ak- 30 
tiven Chipoberflachen (8) gegen Lichteinwirkung, wo- 
bei die zu schtitzenden Flachen mit lichtundurchlassi- 
gen oder lichtabsorbierenden Schichten abgedeckt 
werden, dadurch gekennzeichnet, daB der aktive 
Chipoberflachenbereich (8) und die Kontaktstellen (7) 35 
am Chip (5) zunachst mit GieBharz (9) versiegelt und 
danach mit einer stark lichtabschattenden Lackschicht 
(10) versehen werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB als Lackschicht organischer, elektrisch nicht- 40 
leitender Lack (10) mit einer Schichtdicke von 

5 ... 15 urn aufgetragen wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die GieBharzschicht (9) vor dem Aufbrin- 
gen der lichtabschattenden Lackschicht (10) mittels 45 
UV-Strahlung gehartet wird. 

4. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehen- 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB zusatz- 
lich auf der Chipkartenriickseite im Chipbereich eine 
lichtabschattende Lackschicht (10) aufgetragen wird. 50 

5. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehen- 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die zu 
belackenden Flachen in einer Folienvertiefung (14) an- 
geordnet werden. 

6. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehen- 55 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB das ge- 
samte thennoplastische Material (1) der Chipkarte zu- 
satzlich dunkel eingefarbt wird. 

7. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehen- 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Chip- 60 
aufhahmekavitat (4) vor dem Einbringen des Chips (5) 

in die Chipkarte am Boden und/oder an den Seitenfla- 
chen mit Lichtabschattungslack (13) ausgekleidet wird. 

8. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehen- 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Fo- 65 
lienoberflache (2; 3) neben und/oder unter der Kavitat 
(4) aufgerauht wird. 

9. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehen- 
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